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cjujgce przy temperaturach 800° wzglgdnie 1000°C. Srebro
tworzy zo§ tlenek juz przy teumperaturze pokojowej, lecz

tlenek ten dysocjuje przy temperaturze 200°C, wobec cze-~
ge tlenki na elementach stykowych ze srebra praktycznie

nie wplywaja na opér naskdérkowy i pracg zestykéw, z wy-

jatkiem zestykéw bardzo malej mocy, pracujgcych przy

niskim napigciu i malym nacisku stykowym. Natomiast me-

tale nieszlachetne silnie utleniajg sig przy temperatu-

rze pokojowoj; a ich tlenki dysocjuja przy temperaturach
wyzszych niz tlenki metali szlechetnych, niekiedy nawet

wyzszych niZ temperatura topnienia metalu [9];

Znacznie bardziej szkodliwym zanieczyszczeniem powic-
trza sa gazy zawierajace siarke, m.in, siarkowodér, kté-
ry reaguje przy temperaturze pokojowej ze srebrem, naj-
czgdciej dotychczas stosowanym materialem stykowym; W
wyniku tej reakcji wytwarza si@ siarczek srebra, ktére-
zo opornoéé elektryczna wlaSciwa waha sig w granicach
103 - 10?&. * om, wskutek czego opér warstewki siarczku
o grubo$ci 1 mikrona wynosi od 30 k do kilku M [1@ .
Wytwarzanie sig@ siarczku srebra zachodzi juz przy zawar-
toSci kilku mm3 siarkowodoru w m3 powietrza [3,10]. o
wige przy normalnej zawartofci siarkowodoru w atmosfe-
rze rejondw przemyslquch; Intensywnoéé wytwarzenia sieg
siarczku zaleiy wvduiej mierze od zawartofci w powietrazu
wilgeci, kidéra jest niezbgdna do reakcji siarkowodoru ze
srebremn,

Sama wilgoé moze byé adsorbowana przez material sty-
kowy z utworzeniem warstewek o grubo$ci do 100 E; zalez~

nie od redzaju materialu stykowego i wilgotnofci powiew
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szczeh w postpei czasteczek materialéw widknistych 1.
drawna, zluszczonego naskdérka ludzkiego oraz produktow
zuzyeia i uszkodzefl urzadzefi, pOWStaaqeych podczas ich
produkcsi. montaiu lub ek3ploatacji. Kurz zewngtrzny
jest stosunkowo latwy do uniknigcia przez zastosowanie
filtréw w ukladach wentylacyjnych, natomiast kurz  wy-
twarzajacy si¢ wewnatrz pomieszczeﬁ zawsze w nich znaj-
duje si¢ i osiada na zestykach, ktére trudno jest przed
nim zabezpieczyé za pomocy oslon. Jak wspomniano uprzed-
nio; oslony te moga byé przy tym niekorzystne z innych
wzgledéw;

Wpiywowi kurzu przeciwdziala sig przez zwigkszenie
wilgotnofci pomieszczeﬁ‘i odpowiedniag konstrukcje ze-

stykdéw oraz przez gczyszczanie zestykow,

3e2.4. Brodki przeciwdzialania wplywowi czynnikow che=

micznych

3.2,4.1, Sposoby przeéiwdzialania; Jak wspomniano u-
. przadnio; wytwarzanie sig warstewek izolacyjnych na po=
wierzchni materialdw stykowych jest bardzo szkodliwe;
poniewaz powoduja one tlumienie pradu i szumy W obwo=
dach elektrycznych, w kraficowym za$ przypadku mogy w 0=
gdle uniemozliwié polqczenie. Najprostszym sposobem
przeciwdzialajgcym tym zjawiskom jest zastosowanie ma~
terialu stykowegoe o jak najwigkszej odpornoSci chemicz-
nej; taki sposéb jest jednakze niemozliwy w przewazaaq-
cej wigkszobci przypadkéw ze wzgledéw ekonomicznyche

W zwiazku z powyZzszym w celu polepszenia jakofci i
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Jak widaé z powyzszych danych, rowniez ostatnie roz-
vigzoanie jest stosunkowo klopotliwe, wobec czego W pral-
tyce z przenoszeniem moteriatu stykowegoe walczy sie

przewaznie za pomocy gasikdéw. Gasiki stosuje si¢g na o~
=61, jezeli prad w obwodzie przekracza 100 mi, poniewaZ
przy mniejszych pradach przenoszenic materialu stykowo-~
o nie wpiywa W sposdb istotny na zuzycie zestykéw [%«]
Niekiedy uzaleinia sig stosowanie gasikéw takze od mocy
pradi, ktéra nie powinna przekracaac 50=60 W w przypac-
ku zestykdéw o normalnej czgstotliwoéci zodzialan i 20 W
w przypadku zestykdw szybko dziatajacych [§6 o Nielto=
rzystna jest réwnies za duza wilgotnoéé; ktéra sprzyla
powstawaniu iskrzenia [4].

Po zwiekszeniu sig przexwy stykowej do wielkoéci od-

powiadajgce] kilkakrotne} diugodci swobodnej drogi eleli-

trondw tylko niektére z nich osiagaja wtedy anodg, Wo=
bec czego w tym czasie nie moze zachodzié je]j nagrzewa-

.

nie sie¢ i parowanie materialu stylkowego. Blekirony jo=
j natomiast powietrze znajdujagce sig W przerwie
stykowej i mogg przy odpowiednich warankach SpOWOdJW&é
jarzénie, ktére trwa nieprzerwanie lub z przerwnmi; Zoee
leznie od parametrdw elektrycznych i charakteru sbwodu.
Jarzenie powoduje takze zuzycie anody i katody, lecz
zuzycie to jest znacznie mniejsze niz wskutek iskrze-
nia, kidére jest najbardziej szkodliwe dla zestykdw prze=-
wodzaeyeh prad o malym natgzeniu i przy malym napig-

ciu (&@ Tym niemniej prze ~noszenie materialu stykowe=

oo podczas ‘arzenla jest niekorz ,ystne, gdyz ulatwia
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znacznie polepszyé niezawodnodé pracy zestylkdw Bh 5%]¢
Styki z palladu stosovane sg obecnie jeszcze w duze]
skali w USA do obwoddw przewodzgcych prad o natgzeniu do
1A [4 57].

4.2.4%, Zloto i jego stopy

Czyste zloto, najodporniejsze chemicznie spoérdd me-
tali szlachetnych, nie jest stosowane; z wyjatkiem po-
wiok, jako material stykowy z powodu za malej twardofci
i odpornoSci na Scieranie oraz bowodowania przywierania
i zgrzewania si¢@ zestykéw, Powloki ze zlota, otrzymywas
ne galwanicznie lub przez odparowywaniewgnéﬁni, stosuje
sig w celu ochrony styczek ze srebra przed dzialaniem
gazbdw zawierajgcych siarke [ﬁhﬂ oraz w‘celu gnniejsze=-
nia wplywu polimeryzacji par substancji organicznych,
powodowane] przez styczki z palladu [}2; 58].

Szerokie zastosowanie znalazl natomiast stop ziota ©
zawartodci 5% niklu, ktdéry poza zaletami zlota odznacza
sig szezegdlnie malym przenoszenien materiailu wskutek
erokji mostlkowe] i jskrzenia. a tym samym bardzo maiym
i stalym oporen przejécia. Ponadto stop ten odznacza sig
malag twardoscia, co umozliwia stosowanie jego przy pebar
ciskach stykowych ponad 5 G, podczas gdy stopy zlota
/révmiezplatyny i palladu/ o zowartofci 10% dodatiu sto-
powegso wynagaja nacisku ponad 15 G, a o0 jeszcze wigh-
sze] zawartodci dodatku stopowego = nacisku ponad 30 G,
jezeli zestyki przewodzg prad o malym natgzeniu i na-

pigciu [59.] So
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